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Тенденция к росту вычислительных мощностей при одновременном уменьшении 

габаритов электронных устройств приводит к необходимости увеличения плотности 

компонентов на печатных платах. Большое число поверхностно-монтируемых 

компонентов требует соответственной площади печатной платы (далее – ПП). 

Компромиссом между уменьшением площадей ПП и увеличением плотности монтажа 

является внутренний монтаж компонентов. Установка компонентов непосредственно в 

объем печатной платы дает возможность многократно увеличить количество 

компонентов, приходящихся на ту же площадь ПП.  

Печатные платы с интегрированными компонентами уже находят широкое 

применение в такой требовательной к компактности устройств области электроники, 

как мобильная электроника (цифровые камеры, смартфоны и т.д.). В таких устройствах 

миниатюрность и работоспособность в течение прогнозируемого срока службы 

нивелирует важность ремонтопригодности устройства. 

Выбранная технология базируется на установке компонентов в предварительно 

сформированные в диэлектрике базового материала полости с последующим 

напрессовыванием внешних слоев диэлектрика и заполнением пустот смолой препрега 

во время ее нахождения в гелеобразном состоянии  (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример конструкции ПП с интегрированными компонентами в чип-корпусах 

Чтобы обеспечить надежную фиксацию компонента необходимо создать 

условия, подходящие для вытекания смолы из препрега и заполнения зазоров между 

стенкой компонента и стенкой полости в процессе прессования. Для этого необходимо 

определить конструкторские и технологические параметры, влияющие на процесс.  

С этой целью был проведен эксперимент, заключающийся в изготовлении 

опытного образца (рис. 2), конструкция которого основывалась на варьировании 

плотности расположения компонентов относительно друг друга, а также зазоров между 

стенкой компонентов и стенками полостей их посадочных мест. 
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Рис. 2. Схема поперечного сечения опытного образца перед прессованием 

Интегрированные компоненты представлены резисторами типоразмера 1206 

(3216 в метрической системе). Разработанная схема расположения компонентов на 

тестовой заготовке позволяет оценить степень влияния  на затекание смолы таких 

параметров, как плотность монтажа компонентов, зазор между стенкой компонента и 

полостью,  вид проводящего рисунка на нижележащем  слое. Наличие препрега только 

с одной стороны  компонента позволяет визуально оценить результат (см. рис. 3-4).  

 

  

Рис. 3. Поперечное сечение образца Рис.4. Часть образца (вид сверху) 

Анализ полученного заполнения позволил выявить наиболее влияющие на 

процесс факторы и ранжировать их по степени влияния. Наиболее значимым 

параметром является плотность установки компонентов. Далее в порядке уменьшения 

значимости следуют вид нижележащего рельефа и зазор между стенкой полости и 

компонентом. В свете использования низкотекучего препрега, необходимого для 

лазерного сверления микропереходов,  найденные зависимости следует учитывать на 

этапе проектирования изделия. 
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